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二、内容简介
　　AI芯片散热封装是针对高算力GPU及AI加速芯片超高热流密度特征，将热管理技术与先进半导体封装深度融合的系统级解决方案。随着大模型训练推动单芯片功耗突破数百瓦甚至千瓦级，传统的风冷与常规热界面材料已触及物理极限。目前，AI芯片散热封装正全面向液冷与3D先进封装方向演进。在封装层面，通过采用硅通孔（TSV）、2.5D/3D堆叠及微凸块技术，不仅缩短了芯片间的通信延迟，更要求封装材料具备极低的热阻与极高的机械可靠性。在系统级散热层面，冷板式液冷与浸没式液冷技术已成为高密度AI机柜的标配，散热封装结构需与微通道冷板或冷却液实现无缝对接。此外，新型导热材料如高导热相变材料、液态金属及金刚石复合材料的应用，有效缓解了芯片热点温度过高的问题，保障了AI芯片在极限工况下的算力输出与使用寿命。
　　未来，AI芯片散热封装将向芯片级微流控、光电共封装（CPO）及极致能效方向持续突破。市场调研网指出，随着算力需求的指数级增长，散热技术将直接下沉至芯片内部，通过在硅中介层或芯片基底中直接蚀刻微流道，实现冷却液与发热源的零距离接触，彻底消除层间热阻。同时，为突破“内存墙”与“互连墙”，光电共封装技术将光通信模块与AI芯片进行高密度异质集成，这对散热封装的光热协同设计提出了前所未有的挑战。在材料科学领域，具备自修复功能、超低应力及超高导热的下一代封装基板与底部填充胶将成为研发焦点。此外，散热封装将与AI数据中心的整体能源调度系统深度联动，通过动态热管理算法实现算力与散力的精准匹配，在保障芯片安全的前提下，将PUE（电能利用效率）推向极致，支撑下一代万亿参数级AI模型的持续演进。
　　据市场调研网（中智林）《中国AI芯片散热封装行业研究与前景趋势预测报告（2026-2032年）》，2025年AI芯片散热封装行业市场规模达 亿元，预计2032年市场规模将达 亿元，期间年均复合增长率（CAGR）达 %。报告依托权威数据资源与长期市场监测，系统分析了AI芯片散热封装行业的市场规模、市场需求及产业链结构，深入探讨了AI芯片散热封装价格变动与细分市场特征。报告科学预测了AI芯片散热封装市场前景及未来发展趋势，重点剖析了行业集中度、竞争格局及重点企业的市场地位，并通过SWOT分析揭示了AI芯片散热封装行业机遇与潜在风险。报告为投资者及业内企业提供了全面的市场洞察与决策参考，助力把握AI芯片散热封装行业动态，优化战略布局。

第一章 AI芯片散热封装市场概述
　　1.1 AI芯片散热封装市场概述
　　1.2 不同产品类型AI芯片散热封装分析
　　　　1.2.1 中国市场不同产品类型AI芯片散热封装规模对比（2021 VS 2025 VS 2032）
　　　　1.2.2 传统被动散热封装
　　　　1.2.3 先进封装热管理技术
　　　　1.2.4 液冷兼容型芯片封装
　　　　1.2.5 其他
　　1.3 不同材料AI芯片散热封装分析
　　　　1.3.1 中国市场不同材料AI芯片散热封装规模对比（2021 VS 2025 VS 2032）
　　　　1.3.2 热界面材料（TIM）
　　　　1.3.3 高导热散热材料
　　　　1.3.4 封装基板材料
　　1.4 从不同应用，AI芯片散热封装主要包括如下几个方面
　　　　1.4.1 中国市场不同应用AI芯片散热封装规模对比（2021 VS 2025 VS 2032）
　　　　1.4.2 数据中心AI服务器
　　　　1.4.3 自动驾驶AI芯片
　　　　1.4.4 消费电子AI芯片
　　　　1.4.5 其他
　　1.5 中国AI芯片散热封装市场规模现状及未来趋势（2021-2032）

第二章 中国市场主要企业分析
　　2.1 中国市场主要企业AI芯片散热封装规模及市场份额
　　2.2 中国市场主要企业总部及主要市场区域
　　2.3 中国市场主要厂商进入AI芯片散热封装行业时间点
　　2.4 中国市场主要厂商AI芯片散热封装产品类型及应用
　　2.5 AI芯片散热封装行业集中度、竞争程度分析
　　　　2.5.1 AI芯片散热封装行业集中度分析：2025年中国市场Top 5厂商市场份额
　　　　2.5.2 中国市场AI芯片散热封装第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
　　2.6 新增投资及市场并购活动

第三章 主要企业简介
　　3.1 重点企业（1）
　　　　3.1.1 重点企业（1）公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
　　　　3.1.2 重点企业（1） AI芯片散热封装产品及服务介绍
　　　　3.1.3 重点企业（1）在中国市场AI芯片散热封装收入（万元）及毛利率（2021-2026）
　　　　3.1.4 重点企业（1）公司简介及主要业务
　　3.2 重点企业（2）
　　　　3.2.1 重点企业（2）公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
　　　　3.2.2 重点企业（2） AI芯片散热封装产品及服务介绍
　　　　3.2.3 重点企业（2）在中国市场AI芯片散热封装收入（万元）及毛利率（2021-2026）
　　　　3.2.4 重点企业（2）公司简介及主要业务
　　3.3 重点企业（3）
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　　　　3.3.2 重点企业（3） AI芯片散热封装产品及服务介绍
　　　　3.3.3 重点企业（3）在中国市场AI芯片散热封装收入（万元）及毛利率（2021-2026）
　　　　3.3.4 重点企业（3）公司简介及主要业务
　　3.4 重点企业（4）
　　　　3.4.1 重点企业（4）公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
　　　　3.4.2 重点企业（4） AI芯片散热封装产品及服务介绍
　　　　3.4.3 重点企业（4）在中国市场AI芯片散热封装收入（万元）及毛利率（2021-2026）
　　　　3.4.4 重点企业（4）公司简介及主要业务
　　3.5 重点企业（5）
　　　　3.5.1 重点企业（5）公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
　　　　3.5.2 重点企业（5） AI芯片散热封装产品及服务介绍
　　　　3.5.3 重点企业（5）在中国市场AI芯片散热封装收入（万元）及毛利率（2021-2026）
　　　　3.5.4 重点企业（5）公司简介及主要业务
　　3.6 重点企业（6）
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　　　　3.6.3 重点企业（6）在中国市场AI芯片散热封装收入（万元）及毛利率（2021-2026）
　　　　3.6.4 重点企业（6）公司简介及主要业务
　　3.7 重点企业（7）
　　　　3.7.1 重点企业（7）公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
　　　　3.7.2 重点企业（7） AI芯片散热封装产品及服务介绍
　　　　3.7.3 重点企业（7）在中国市场AI芯片散热封装收入（万元）及毛利率（2021-2026）
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　　3.8 重点企业（8）
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第四章 中国不同产品类型AI芯片散热封装规模及预测
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